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Si3N4 Block 10╳40 t=8.0mm

★ ［窒化ケイ素 ＆ 銅板］ ★［アルミナ基板 ＆ 銅板］

Al2O3 substrate with Au curcuit 15╳20 t=0.6mm

Copper plate 
t=2.0mm

Copper plate
☐30 t=3.0mm

★異材料間の綺麗な接合
★音エネルギーのみで接合
★大気中常温接合
★接合のエネルギー源は電気とエアー
★デスクトップ接合

Different Materials Bonding 


